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Wafer Level Batterie

Schematischer Prozessablauf

e « Konventionelles LINiCo,/Graphit System mit
Subsra / H ﬁ j=iE organischem Elektrolyten
nede) - Meilisering » Fertigung mehrer Batterien auf einem Wafer
V—— 4 A4 bei freier Wahl der Batteriegrundflache
Ml Coaing Vekapeeng | panetrat (100 mm) mit « Sehr flache (200 um) Batterien ist herstellbar
| ¢ o0mos * Ankontaktierung direkt auf dem Wafer moglich
- : | 5 00205 = Elektronik und Batterie bilden eine Einheit
— Spannung
% — T s Motivation
- B Z:OOE:%% Bei kleiner werdenden Batterien nimmt der Anteil
T | 1o0es des aktiven Materials am Gesamtsystem ab. Dies
. L oo fuhrt zur Verringerung der Gesamtenergiedichte.
Lade/Entlade-KennIiniaeic;e[:n;rljfiven Schichten (Laminat) = Neue Ansatze be' der Verkapselung Slnd nOtwendlg

nach Formierung; ca. 0,7 cm?; noch suboptimaler Elektrolyt.

Dunnfilmverkapselung
» Kein platzraubender Siegelrand

- -  Geringe Angriffsflache fiir Permeation
£ ! i : . .
al : ; W e Multilayer aus strukturiertem Parylene C
NN und gesputtertem Aluminium

r wafer i

Re;roduzlierbarkeitA:;;d Absgf:eeiika;arate vo;1 Parylene C ¢ O ptl m Ie run g von P rozessen / H an d | I n g

e -l » Geringe Prozesstemperaturen (< 70°C)
__ | » Inerte Atmosphare (Argon)
S V| N > Absolute Trockenheit
... Zum Tra-nsport 11111111 ° ! * zenm ’ .
der Batteriewafer Permeationsmessungen von Sauerstoff durch Parylene C/ N G efo I’dert V0n
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